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Cette dernidre opération peut étre exécutée par
le fabricant de modules 'l ne produit pas lui-méme
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: r(\]A that the tongues (3) all have the sm 45 low and said front face, windows (9; 9) which each

ular shape and the same dimensions and are all at- open behind a contact area; in that said conductors
tached to the frame (4) by one end only, and in that, (14; 14) are located in the hollow of said pellet and
in each opening (2), these tongues are eight in pass through said windows; and in that said hollow
number and arranged in parallel with each other and and said windows are filled with an electrically insu-

symmetrically in relation to a median plane of this , lating, hardenable, adhesive material (15; 15).
opening. 22. An electronic module according to claim 21,

14. A process according 1o claim 12 or 13, charac- characterised in that said pellet (6; 6) is of thermo-
terised in that the modules are separated from the plastic material.
grid (1) by cutting the tongues (3) around each pellet 23. An electronic module according to claim 21 or
(6). 55 22, characterised in that said pellet (6; 6°) has a
15. A process according to anyone of claims 1 to central past (6c; 6¢) in which there are located said
11, characterised in that each set of tongues (3) hollow (8; 8} and said windows (9; 9’), and a periph-
comprises a special tongue with a straight main part eral part (64; 64°) which is thinner than said central
{3a") at'achad at its two ends to the frame (4°) and part.
situated approximatively in the middle of the opening ¢, 24. An electronic module according to anyone of
(2’) in which it is located, and a branch (3p) also at- | claims 21 to 23, characterised in that said peliet (6;
tached to the frame, the other tongues of the set be- 6 is in the shape of a disk.
ing simply straight, attached by only one end to the 25. An electronic module according o anyone of
frame and distributed on each side of the main part claims 21 to 24, characterised in that said hollow (8;

of the special tongue; in that each pellet (6) has, at g5 &) has a central space (8a; 82) and a sat of
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33. An electronic module according to anyone of Chip im Boden der Vertiefungen (8; 8) der Plat:-
claims 21 to 32, characterised in that said adhesive chen anklebt und man schiieBlich die anderen Enden
material (15; 15) is an epoxy-based resin. der Leiter an den Zungen anidtet.
34. An ele~tronic module according to anyone of 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden
claims 21 to 32, characterised in that said adhesive ¢, Anspriche, dadurch gekennzeichnet, daB die Piatt- .

material {15; 15') is a silicone-based resin. chen (6; &) durch SpritzgieBen geformt werden.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden

Patentanspriiche Ansprilche, dadurch gekennzeichnet, daB die ®!2*
chen (6; 6') aus thennoplasﬂswem Materisi sind.
1. Verfahren zur Herstellung von elekironischen 6. Verfahren nach einem uer vurhergehenden

Modulen fir Mikroschaltungskarten, von denen je- 65  Anspriiche, dadurch gekennzeichinet, daB jedes

1

b

R AT TR O



specral tongue i s- connect. ed by on EHW nductors (14
connecting term nal 113 ) with V\hﬁg cﬁop TS prow de - ' '
process according o claim 15, characterised--n that ot her tongues (3 ) of
t he-'set nunber seven, all have the sanme rectangul ar shape and the sane

di nertides (6160 einer mummmm ot her tandrewunm@')bwqmmmy (asxeimebﬁ

specm ﬁ%ﬁ Bfling (8 ﬂ§§° ng re g WYY d

mai N1 Yo A I ¢ s hese t h anaanrd
arr affgedl's ol W‘f:}qnﬁﬁ st o gai nmme;lggamw die

accor tp Tgg el |@m,9,5moa,,m,m @b €1 | Secmittels elned elaktfisch Iéibﬂddﬁd(lb%aﬂ&e)\
i Nt ARSpAR 1 uhd daBidie genann-

Afspiich 8 Rided east smmntmﬂewﬂe
' rou'nBW(mﬂeanomswaMhm.ess accordl P

sﬁ:mmwﬂ deﬁ'%:t?hais %ﬂ g R
'(M) Spr ead a ‘;' - ‘:A'"‘a ' B W ;‘.
€9 e rcuit ﬁﬁrm%xyuﬁ d\Ghdarch, Zahé&ts

< meiar i ed Wit fung @ enirinROAbkWellSg FelBsY AumRsiipsil

; areavm s:ﬁa)\gqomnmskﬂed to the chip's
| (7275auk ggnﬁgfd?jﬁﬂ&on r¥e ‘Ansprish 15n0den 46,
f ur t peranstenyPenstee @.denamd(lrﬁwelaie)diof synt dal Ausfilen-

genannmhi ch vm_dies

(38 f Z *
E2Y0y 3;
"e‘m‘?’hﬂ‘édﬁ'@ﬁ“}"ﬁb 1ﬂé@f'ﬂ?%"’a‘"ﬁbl | ow ?Fﬁf'neﬂl'eﬁ to themgnot tom of wr?le(gﬁ
sal d | R W)qmﬁ, ad .@ﬁﬂ‘ﬁ%ﬂ zuaenbg[ we e Mh8.sVaridhram (nach\elnerd dsawd'hérgdm!den-

face behi Eg W é’é%éﬂ
condgm(stan)ran wummynmsanmwwmem n t he \

{#1yaybueisami d hol W\Bﬂﬂwr&ﬁi&d\ mhdadwanafr&he!ﬁusn
mz B AS ng30 hadadersta bblennzaidiriet; da8 derigenarmieakleb-
Hsfott . accor 1a.¢5h-mﬂmg!smmmaen sed in

G ,.;‘.;( Gﬁ I's of therm)pl as ‘:?I"“’hz nem, él" n
rmdul e|1a<Vedumhm oainahaden votheegehéi®@en char a
Wn@@@ - (B8:deB. G | g5 whia i @j"' (g&,s@bj,, ’F

gene

(8 2?'1 (O g,pd a peseinphidhgsrichmmgVer eﬂr whi ch
t hi nnﬁg s An el ecet OEWOWBGW eMdel:(ﬁrd d@ﬂungs

“anyopatéien qb nés vahama@t eri s ot 9"(' s
I n t (8 einecusnabimuag ao‘skuﬁnelst iAOveRber dan eJ;oect et
- of cD%ﬂ ﬁé ﬂ?)W'é'PPaishc er| sed in that .cﬁe Cdﬁ]t;ﬁ‘na|

e
sp\a.oﬁ % [err ]denmnkdnnﬂld aanCim Disbr eetspreatien-
spac e i naih ch pasie @aerdrew c,e.irur dacieh gelpnnzeicinet.
aleemﬁ ﬁ\ﬁlilnﬁmrﬂhdtl RuR@on () Bgget O @y 65 8') aus Kunast
char acntesindsuml daB didsatZungendn jedert n@r eas (ghie &gﬁéﬂéja&’

(7 mmg ffmx;"@.ﬁﬁé sch\d'dm nens'&fb%ngi"% Séihéj Hinterseite (6v; 6v), auf deren

geordnet sind. Seite es eine Vertiefung (8; 87 aufweist, an deren
14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, da- 5, Boden der Chip (12; 12 befestigt ist und zwischen
durch gekennzeichnet, daB man beim Abschneiden dieser Vertiefung und der genannten Vorderseite
der Zungen (3) um jedes Platiche.1 (6) ebenso die Fenster (9; &) hat, von denen jedes hinter einem
Module vom Gitter (1) trennt. Kontaktbereich endet; daB die genannten Leiter (14;
15. Verfahren nach einem der Ansprilche 1 bis 11, 14°) in der Vertiefung des genannten Pléttchens an-
dadurch gekennzelchnet, daB jeder Satz von Zun- g5 geordnet sind und durch die genannten Fenster
gen (3") eine besondere Zunge mit einem geraden durchgehen; und daB die genannten Vertiefungen
Hauptteil {34"), der an seinen beiden Enden am Rah- und die genannten Fenster mit einem hértenden,
men (4) angesetzt und im wesentiichen in der Mitte 9'9:3153" eﬁ"he,mdeﬂmbsm ausgnefﬁllt smt:iz.1 .
der Offinung (2) angeordnet ist, in welcher sie sich . onisches ul nach sprut:hl , da-
bofindet und eine Abzweigung (3v), die ebenfalls g durch gekennzeichnet, daB das genannte Platichen
Rahmen angesetzt ist, aufweist, wobei die ande- (6; 6) aus thermoplastischem Werkstoff besteht.
,a;“n Zungen des Satzes sinfach gerade sind, nur mit 23. Elektronisches Modul nach Anspruch 21 oder

. : 22, dadurch gekennzeichnet, daB das genannte
einem Ende am Rahmen angesetzt und beiderseits o
des Haupttelles der besonderen Zunge verleilt Pitichen (6; 6') einen Mittsiteil (6c; Bc), in weichem

sind; daB jedes Platichen (6’) am Boden der genann- - 65 sich die genannte Vertiefung (8; 8') und die genann-
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let (6), and a branch 30 part
g | rrpl y straight and distributed either
Ndig 3 yers contact area; in that the pellet has
WWM&W@»VW] addi tion to the wi ndows, an.opening
(@)mwmmmmmpart of® t he special contact area and in
whi ch S8 dFlekig nach glaem «9f Ahhe rear face of said chip bei ng bonded
by me i “.':H';w ductive adhesive to said main part; an
inth 20 Gtrers Ui sliteritiriddm'we- CONnect ed by one of said conductors
(14)mmrmomt Ivel (23') with which said chipis:
provi mﬂm).mimmmmé’IMubiedchcordr ng to claim 31, characterised in
5 tha ‘ ar tEe speci al contact area is generally

in that the other contact areas (3 )
,saane wi dth as said branch part and in

D e ot her cont ac areas and sai d branch part are arranged parall el
to eacresotElnkwuchbss tmch:ahbry den Anel ation to 10 said nain part. 33. An

el ect of claims 21 to 32, characterised in
t hat i & an epoxy- based resin. 34. An
el ect gy |(4)2 ,&ac 0 anyone of clains 21 to 32, 15 said adhesive

mat er | Moauléhaeﬁ hnspﬁﬂeehauaed resin. .
durch gekenmidmet. daB die genannten Kontaki- :
bereiche (3) acht sind, die gleiche gerade Form und
die gleiche GroBe haben, und zueinander parallel 40

. und zu einer Mittelebene des genannten Plattchens
\_~ (8) symmetrisch sind.
31. Elektronisches Modul nach einem der Anspri-
che 21 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daB-es ei-
nen besonderen Kontaktbereich (3) mit einem gera- 45
den Hauptteil (3a"), der genau in der Mitte der Vor-
derseite {6a) des Platichens (6) angeordnet ist und
dieses zweitellt und eine Abzweigung (3p") enthalt,
wobel die anderen Bereiche einfach gerade und bei- g5,
derseits des Haupttells des besonderen Bereiches
verteilt sind; daB das Platichen am Boden der
nannten Vertiefung (8) weltere Fenster, eine
nung (107, die unter dem Hauptteil des besonderen
Bereiches endet und in weicher der genannte Chip g5 .
(12) angeordnet ist, aufweist, wobei die Hinterseite
des letzteren mittels eines elektrisch leitenden Kle-
bersatﬂdengenmmenl-laupuengaklebtist und
da8 der gsnannie, besondere Kontaktbereich mit-
blseinesdetgonannten Leiter (14°) mit einer Mas- ¢,
se-AnschiuBklemme (13’), die der Chip aufweist,
verbunden ist. :
32. Elektronisches Modul nach Anspruch 31, da-
durch gekennzeichnet, daB die Abzweigung (3v")
des besonderen Kontakibereiches im wesentiichen g5
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